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バッテリ冷却ブロワ : HONDA FIT 搭載
ティアダウンレポート、基板回路解析レポート

概要

・HONDA FIT はHONDAのハッチバック型のハイブリッド自動車です。

・今回はHONDA FITに実装されているリチウムイオン電池の

バッテリ冷却用ブロワのティアダウンレポートおよび基板回路

解析レポートとなります。

製品特徴

・リチウムイオン電池(350V, 96Cell, 1.8kWh)を強制空冷

・HONDA FIT 販売開始日: 2001/5/18

・バッテリ冷却ブロワ

型番 : BASF711C21

外形 : (W)189.9mm x (L)201.0mm x (H)58.8mm

重量 : 719g

解析内容、レポート価格

Report No  ：24G-0026-1, 2

Release day：2024.6.7

〇基板回路解析レポート

・製品分解

・搭載部品リスト

・基板回路図、ブロック図 

価格：  ¥560,000 (税抜)

発注後1weekで納品

搭載基板情報

基板サイズ
(W)83mm x (L)76mm
x (t)1.4mm

基板積層数 2

部品数 122

部品端子数 309

New

Release 

〇ティアダウンレポート

・製品分解、各部品重量、サイズ計測

 (※分解は基板取り出しまで)

・搭載主要部品調査

価格：  ¥120,000 (税抜)

発注後1weekで納品

TOYOTA / YARIS

HONDA / FIT

NISSAN / NOTE AURA

NISSAN / X-TRAIL

※下記の車種搭載のバッテリ冷却

ブロワを並行して解析しております。

赤字 ： 本レポートの解析対象

HONDA FIT 冷却ブロワ 外観
引用：https://www.honda.co.jp/Fit/?utm_source=gl_kw_shimei
&utm_medium=cpc&utm_content=rsa5&utm_campaign=reg_bot
tom_fit_2310_pcsp&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjJLngs
GRhgMV4Q97Bx00kwMVEAAYASAAEgJfqfD_BwE

搭載基板

※コスト調査も実施中

7月末リリース予定です。
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